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　1990年代にインターネットが一般に普及・利用されるよ
うになり，人類を取り巻く情報量が飛躍的に増えている。
2010年には，およそ 1 ZB (Zetta Byte)という量の情報が年
間に作成されたとなっている。このデータ量は，朝刊の新
聞の情報量が 1 MBだとすると，約 2.7兆年分もの朝刊の
情報量に匹敵する。このように情報通信技術や情報社会の
発展に伴い社会が生成・管理する情報が急速に増えてお
り，これらはビックデータと呼ばれる。さらに，センサー
や無線タグ技術によって，あらゆるものが「つながる」時
代，すなわち，IoT (Internet of Things)と呼ばれるモノのイ
ンターネットの時代がくることが予想され，情報量がさら
に大きくなることは容易に予測できる。これらの大量の情
報の中から，必要な情報を抽出し，高度で複合的なデータ
分析を行い，適切な判断をするための有益な知見・洞察を
得るためには，高度な分析技術と高速なコンピューター・
システムが必要である。
　一方，コンピューターの高性能化を支えてきた半導体技
術を見ると，トランジスタのサイズを小さくすることで，
コンピューターの速度が速く，機能が高く，消費電力が少
なくなるというスケーリング則が限界に来ている。そのた
め，さらなる高速化の要求を満足させるために，実装技術
側での取り組みが非常に重要となっている。その一つが半
導体を 3次元に積層する技術である。大容量化および高速
化が必要とされるメモリーデバイスで量産化の準備が進め
られているが，ハイエンドで高性能化が要求されるロジッ
クデバイスにおいては，その発熱量が非常に大きく，これ
らのチップを積層することは困難な状況にある。そこで，
考えられているパッケージの構造が 2.5Dと呼ばれるもの
で，ロジックデバイスと積層メモリーデバイスをシリコン
インターポーザーに搭載し，高密度配線を可能としている
シリコンインターポーザー上で両者のコミュニケーション
を行っている。さらに，この高密度配線基板をガラスや有
機基板で実現する動きも活発になっている。このような状
況下で，ますます実装技術への期待は高まるばかりであり，

システムインテグレーション実装委員会では，昨年 10月に，
「3D，2.5D，2.1D実装の未来は？専門家による徹底討論」
と題して公開研究会を開催した。定員 100名のところ，定
員を越える応募があり，会員のこの分野に対する興味の高
さを証明する形となった。3Dにおいては，要素技術の研究・
開発はかなり進んできているものの，サプライ・チェーン，
コストの問題により製品への適用が遅れている。コストの
問題に関しては，確かに TSV (Through Silicon Via)など新
しい技術が必要となる 3Dは不利なように見えるが，本当
の戦いは，半導体の前工程で，EUV (Extreme Ultraviolet)の
適用が始まってからという見方もある。すなわち，半導体
の前工程における要の技術であるリソグラフィの光源がい
よいよ限界に近づきつつあり，この光源が EUVに変更に
なったときに，膨大な投資が必要となり，半導体のコスト
を引き上げる可能性があり，このときに，TSVを有する
EUVを使わない従来チップの積層構造とどちらがコスト的
に有利になるかである。いずれにしても，先に述べたよう
に，半導体の積層化は，熱の問題を解く必要があり，その
ために，半導体の低消費電力化が必須となり，人間の脳を
模倣した新しいデバイスの出現に期待がかかる。この新し
いデバイスと 3次元積層技術で新しいコンピューターの時
代の幕開けが始まるといっても過言ではない。
　本特集号では，これら最近の技術動向および研究レベル
での開発状況について各分野の第一線の方々に執筆をお願
いした。本稿がこの分野の技術の進歩に貢献できれば幸い
である。
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